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Abstract (en)
The device has a cutting wire (140) guided over a wire guiding plate (110) and deflection rollers (120), and movable in a longitudinal direction using
tensile strength. A sensor (135) is arranged in a periphery region (A) of the wire guiding plate or the deflection rollers. The sensor detects change of
current position of a saw wire (140) with respect to a position given as an optimal position, which is transverse to a longitudinal axis of the saw wire.
The sensor is formed as inductive-, magnetic- or optical sensor, and is formed as a proximity sensor with a pre-amplifier.

Abstract (de)
Vorgeschlagen wird eine Drahtsäge-Vorrichtung zum Zerteilen eines kristallinen Barrens bzw. Ingots oder dergleichen. Die Drahtsäge-Vorrichtung
kann z.B. als Squarer (100) ausgebildet sein, und weist einen über Drahtführungselemente (110) geführten und unter Zugspannung longitudinal
bewegten Schneidedraht (140) auf, wobei die Drahtsäge-Vorrichtung (100) außerdem mindestens einen Sensor (135) aufweist, der in einem
Umgebungsbereich (A) einer der Drahtführungselemente (110) angeordnet ist und der eine Änderung der aktuellen Position des Schneidedrahtes
(140) bezogen auf eine als optimale Position vorgegebene Position (P0) quer zur longitudinalen Achse des Schneiddrahtes (140) erkennt. Damit
kann z.B. das Auftreten eines Drahtsprungs des jeweiligen Schneidedrahtes (140) aus einer Rille heraus erkannt werden. Auch können andere
Zustandsänderungen am Schneidedraht und/oder den Drahtführungselementen, wie z.B. Verschleiß, Änderung der Zugspannung usw. zuverlässig
erkannt werden.
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